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Sposób wytwarzania przepustów kondensatorowych wysokiego
napięcia

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
przepustów kondensatorowych wysokiego napięcia.
Przy produkcji przepustów kondensatorowych znane

jest stosowanie sposobu, w którym jednostronnie bake-
lizowany papier oraz odpowiednio wymiarowane, pełne
i niepowleiczone żadnym lepiszczem arkusze folii alu¬
miniowej nawija się na rdzeń metalowy przy użyciu
zwijarki. Znane jest również stosowanie do wyrobu
przepustów folii perforowanej powlekanej żywicą feno-
lowo-formaldehydową w roztworze spirytusowym, którą
uprzednio powleka się papier stosowany do zwinięcia
przepustu.
Ze względu na utrudnione przenikanie lepiszcza na

drugą stronę papieru i tym samym słabe powiązanie
folii aluminiowej z warstwą papieru powstają, w wy¬
konanym tak elemencie przepustu, szczeliny i powietrz¬
ne wtrącenia. Powyższe wady znacznie obniżają pew¬
ność eksploatacyjną wytwarzanych tym sposobem prze¬
pustów, zwiększają ich stratność i prowadzą do przebić
cieplnych.
Celem wynalazku jest zmniejszenie stratności przepu¬

stów kondensatorowych i zwiększenie niezawodności ich
w eksploatacji przez zastosowanie do wyrobu przepu¬
stów kondensatorowych wkładek z folii powleczonych
lepiszczem niskostratnym. o dużej przyczepności do folii
i nośnika.

10

15

20

25

Według wynalazku stosuje się jednostronne powleka¬
nie odpowiednio dobranym lepiszczem znanej aluminio¬
wej folii perforowanej, przy czym powleczona w czasie
zwijania pod naciskiem powierzchnia folii styka się z
niepowleczoną powierzchnią nośnika. Powlekanie odby¬
wa się za pomocą lepiszcza stanowiącego mieszaninę
60—80% żywicy rezolowej fenolowo-formaldehydowej
z 40—20% żywicy epoksydowej dianowej lub jej mody¬
fikacjami.
Zastosowanie tego lepiszcza do perforowanej folii

aluminiowej zapewnia uzyskanie wyrobu bardziej jed¬
norodnego, bez szczelin i wtrąceń powietrznych o nle-
pogarszających się własnościach przepustu w czasie jego
eksploatacji.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania przepustów kondensatorowych
wysokiego napięcia zwijanych z papieru i powlekanej
lepiszczem metalowej folii perforowanej, znamienny tym,
że wkładki z perforowanej folii powleka się jednostron¬
nie lepiszczem stanowiącym mieszaninę 60—80% żywi¬
cy rezolowej fenolowo-formaldehydowej z 40—20% ży¬
wicy epoksydowej dianowej lub jej modyfikacjami.
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